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ギャップ半導体の本格的な普及の始まりに応じて 2020 年代

には本格的な半導体材料の研削加工の研究開発が進められ

ている．微視的な加工変質層の形成機構に関心が寄せられ

る流れのなかで Raman イメージングの活用法の研究が立ち上

げられた．このような情勢のもとで筆者はそれらの加工・材料・

計測の全てを揃えて扱うことができる立場にいたため，必然的

に微視的な加工変質層生成機構解明のための研究に取り掛

かることとなった．顕微 Raman 分光イメージング技術による加

工変質層の観測の意義が顕在化したなかで論文発表できた

ことが筆者にとって幸運だった． 
 
２. 苦労話 

定量性と信頼性について，たとえ高純度単結晶材料であっ

ても，同一ウエハ上の測定位置ごとに Raman ピーク特徴量に

ばらつき（材料由来）がある．精密計測に不可欠な標準試料と

なる無ひずみ無欠陥の材料など世に存在していなく，そのよう

なものは量子化学計算など仮想空間に近似的に存在するの

みである．また，顕微 Raman 分光は横軸の波数軸（日によっ

て1cm-1 程度）や縦軸の散乱強度軸（評価したことはないが

10cps 程度）に変動（装置由来）があるのが普通である．さらに

顕微分光での焦点合わせなどアライメント条件や過度なレー

ザ強度では熱影響も現れスペクトルデータにばらつきが生じる

（操作由来）．そのため，1 点だけの Raman スペクトル計測から

加工損傷由来の絶対的な材料状態の特性を高精度に評価

することは難しい．これは X 線回折などの競合技術でも同じで

ある．本研究の手法では，明示的にこの問題に対策されてい

るため加工損傷由来の変動を定量的に評価することができ

る． 
2020 年に科研費基盤（B）に採択頂けて今では自前の測定

装置を用いて実験を行えるようにして頂いている．それまでは，

共用の測定装置を借用してデータ集得をしてきた．学内装置

が使えない状況のときは，ナノテクノロジープラットフォーム（現

ARIM）の制度を活用させて頂いてつくば物質・材料研究機構

（NIMS）の施設を借用させて頂いたり，特殊条件の計測のた

めに大学連携研究設備ネットワークの制度を活用して北海道

の千歳科学技術大学の設備を借用させて頂いたりもした（他

の遠征計画ではコロナ禍の移動制限のため断念したことも）．

研究資金が揃わないなかでも迅速に研究を進めることができ

るような恵まれた実験環境を国内で構築・運営して頂いている

関係者の方々にもお礼を言いたい． 
 

３. 裏話 
  本研究のために科研費により導入した自前の顕微 Raman
装置は SOL instruments 社のもので，導入当時はベラルーシ

に籍のある会社であった．装置の選定時期はコロナ禍の後期

のころで，とくに半導体不足など国際的に工業的な物流が深

刻に滞った時期で価格や納期についての交渉するのも望まし

くない世相だった．10 月ごろに発注をかけ，年度内納品で計

画をしていた．しかし輸入・納品の次期に今度はウクライナとロ

シアとの間で紛争が始まってしまい，無事の納品さえも危ぶま

れる危機的な状況を体験した．結局，販売業の皆様の尽力の

お陰で年度内の納品は叶ったのであるが，当時の経済制裁

を受け物流が止められたベラルーシから国境を越えての輸送

など思いがけない世界情勢の現実を体験することができた． 
 
４. 論文賞受賞 

SNS など匿名多数の人々との双方向情報伝達が全盛の時

代であるが，研究発表の場合も反響は研究のやりがいに影響

する．誰かに話が伝わっていることを実感できるのは嬉しく励

みになる．ちょうどいいセッションがないことはよくあることであ

るが，本研究の場合も学会の学術講演会などで発表を行って

も質疑の場で反響をあまり感じることがなかった．これは砥粒

加工学会，精密工学会，応用物理学会と，どこの分野で発表

しても同じで，座長泣かせな時間を作り申し訳なかった．論文

を投稿するにあたっても学際的な内容の研究はどこにするべ

きか悩む．本研究は本質的に加工技術のためのものであり最

も価値を理解頂けると信じて砥粒加工学会誌に投稿させて頂

いた．この選択が功を奏して御褒美まで得ることができた．論

文発表の良いところは，ゆっくりデータを確認し，じっくり考え

てもらえるところであると今回実感することができた．最近のう

ちの研究室の学生は評価や批判を恐れて外部発表を避けよ

うとするものが多く，嘆かわしく思っているとこであった，今回の

受賞を機に彼らにも自信をもって堂々と発表すれば良いことも

あると指導に励んでいきたい． 
 
５. ふりかえって 

砥粒加工学会法人化 30 周年の記念の年に筆者の砥粒加

工の研究に携わり始めて 15 周年を迎えた．論文賞を頂けるよ

うな研究に従事することができたのはひとえにご縁に恵まれた

ためと関係各位に感謝申し上げたい．今後も砥粒加工学会会

員の皆様と共に生産技術の新たな知識の積み上げに貢献す

る研究に励んで参りたい． 
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